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If a conflict occurs between the
English and translated versions of
this document, the English version
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y las versiones traducidas en este
documento, la versión en Inglés
toma precedencia.

1.1 Alcance

Este estándar es una compilación de criterios y requeri-
mientos de aceptabilidad de calidad visual para ensambles
electrónicos.

Este documento presenta los requerimientos de aceptación
para la manufactura de ensambles eléctricos y electrónicos.
Históricamente, los estándares para ensamble electrónico
contenían preceptos más amplios, que cubrían los princi-
pios y técnicas. Para un más completo entendimiento de
las recomendaciones de este documento, se puede usar en
conjunto con IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 e IPC J-STD-001.

Los criterios en este estándar no tienen la intención de
definir procesos para efectuar las operaciones de ensamble
ni para autorizar reparaciones, modificaciones o cambios
en el producto del cliente. Por ejemplo, la presencia de
criterios para la unión de componentes con adhesivo
no implica/ni autoriza/ni requiere, el uso de un adhesivo
específico, y el mostrar un cable enrollado en el sentido
del reloj no implica/ni autoriza/ni requiere, que todos los
alambres o cables sean enrollados en la dirección de las
manecillas del reloj.

Los usuarios de este estándar deben tener conocimiento de
los requerimientos aplicables en los documentos, y como
aplicarlos.

La evidencia objetiva de la demostración de este cono-
cimiento debe ser mantenida continuamente. Cuando no
haya evidencia objetiva, la organización deberá considerar
una revision periódica de las habilidades del personal, para
determinar en forma adecuada los criterios de aceptación
visual.

El IPC-A-610 contiene criterios fuera del alcance del IPC
J-STD-001, que define el manejo, las mecánicas, y otros
requerimientos de mano de obra. La Tabla 1-1 es un
sumario de los documentos relacionados.
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El IPC-AJ-820 es un documento de apoyo que otorga
información con relación a la intención del contenido de
esta especificación, y explica o amplía el raciocinio técnico
para la transición de límites a través de los criterios de
condiciones Ideal a Defecto. También se ofrece información
de soporte para un entendimiento más amplio de las
consideraciones del proceso, que están relacionadas
al rendimiento, pero que comúnmente no se distinguen
a través de las evaluaciones con métodos visuales.

Las explicaciones proveídas en el IPC-AJ-820 son útiles
para determinar las disposiciones de las condiciones
identificadas como Defecto, procesos asociados con
Indicadores de Proceso, así como las respuestas a
preguntas relativas a aclaración en el uso y aplicación
de los contenidos definidos en esta especificación. La
referencia contractual al IPC-A-610 no impone un contenido
adicional al IPC-AJ-820, a menos que se haga referencia
específica en la documentación del contrato.

1.2 Propósito

Los estándares visuales de este documento reflejan los
requerimientos existentes de IPC y otras especificaciones
aplicables. Con el fin de que el usuario pueda aplicar usar

el contenido de este documento, el ensamble o producto
deberá cumplir con otros requerimientos existentes en IPC,
tales como el IPC-7351, IPC-2220 (Serie), IPC-6010 (Serie)
y el IPC-A-600. Si el ensamble no cumple con estos y otros
requerimientos equivalentes, el criterio de aceptación debe
ser definido entre el cliente y el fabricante.

Las ilustraciones de este documento muestran puntos
específicos descritos en el titulo de cada página. Existe
una breve descripción después de cada ilustración.
No es la intención de este documento excluir cualquier
procedimiento aceptable para la instalación de com-
ponentes, o para la aplicación de flux, o la soldadura
usada para las conexiones eléctricas; sin embargo, los
métodos usados deben producir conexiones de soldaduras
completas, y de conformidad con los requerimientos de
aceptabilidad descritos en este documento.

En caso de una discrepancia, la descripción o criterio
escrito toma precedencia sobre las ilustraciones.

1.3 Clasificación

Las decisiones de aceptar y/o rechazar deben estar
basadas en la documentación aplicable, tales como

Tabla 1-1 Sumario de Documentos Relacionados

Propósito del
Documento Especificación # Definición

Estándar de
Diseño

IPC-2220 (Series)
IPC-7351
IPC-CM-C770

Los requerimientos del diseño reflejan tres niveles de complejidad (Niveles A, B, y C)
indicando geometrías más finas, mayores densidades, o mas pasos en el proceso para
elaborar el producto.
Son los lineamientos del Proceso de Ensamble de Componentes para asistir en el diseño
de la tarjeta de circuito impreso (PCB, y en el ensamble donde los procesos se concentran
en los principios de patrones de pistas para SMT y through-hole, que usualmente son
incorporadas en el proceso de diseño y documentación.

Documentación
del Producto
Final

IPC-D-325 Es la documentación que describe las especificaciones de la tarjeta diseñada por el cliente,
o requisitos de ensamble del producto final. Los detalles pueden o no hacer referencia a
especificaciones de la industria, o a estándares de fabricación, así como a las preferencias
propias del cliente o a requerimientos de estándares internos.

Estándares del
Producto Final

J-STD-001 Cubren los requerimientos para la soldadura de ensambles eléctricos y electrónicos,
describiendo las características mínimas aceptables para el producto final, así como
métodos de evaluación (métodos de prueba), la frecuencia de las pruebas, y la habilidad
aplicable para los requerimientos de control del proceso.

Estándar de
Aceptabilidad

IPC-A-610 Es el documento de interpretación ilustrativa, indicando varias características de la tarjeta
de circuito impreso y/o ensambles, relacionadas con las condiciones mínimas deseables,
señaladas por el estándar de funcionamiento del producto final, y refleja las diferentes
condiciones que están fuera de control (indicador de proceso o defecto), para asistir
a la evaluación del proceso, a fin de determinar las acciones correctivas.

Programas de
Entrenamiento
(Opcional)

Requerimientos documentados de Entrenamiento en el proceso, para enseñar y aprender
los Procedimientos del proceso y las técnicas para implementar los requisitos de aceptación
para el estándar de cada producto final, estándares de aceptabilidad, o de requerimientos
detallados en la documentación del cliente.

Retrabajo y
Reparación

IPC-7711/7721 Documentación que determina los procedimientos para remover y reemplazar recubri-
mientos de conformal y componentes, reparación de la mascara de soldadura, así como
para efectuar la modificación o reparación de laminado de la tarjeta, conductores y orificios
con soporte (through-hole).
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contratos, dibujos, especificaciones, estándares y otros
documentos de referencia. El criterio definido en este
documento refleja tres clases de productos, que son
como sigue:

Clase 1 – Productos Electrónicos en General
Incluye productos apropiados para aplicaciones donde el
principal requerimiento es la funcionalidad del ensamble
completo.

Clase 2 – Productos Electrónicos de Servicio
Especializado
Incluye productos donde se requiere un funcionamiento
continuo y un donde un servicio sin interrupciones es
deseable, pero no crítico. Típicamente, el ambiente de
uso no causará fallas.

Clase 3 – Productos Electrónicos de Alto Rendimiento y
Confiabilidad
Incluye productos con un rendimiento y confiabilidad con-
tinuos, donde la demanda es crítica y las interrupciones
no pueden ser toleradas. El uso final es comúnmente muy
severo, y el equipo debe funcionar cuando se le requiere,
tal como soporte de vida u otros sistemas críticos.

El cliente (usuario) tiene la responsabilidad completa para
identificar la clase a la cual el ensamble será evaluado. Si
usuario y fabricante no establecen y documentan la clase
del producto, el fabricante lo deberá hacer.

1.4 Definición de Requerimientos

Este documento provee el criterio de aceptación para los
ensambles electrónicos terminados. Donde se presenten
requerimientos que no puedan ser definidos con la condi-
ción de aceptables, indicador de proceso o defecto, se
usará la palabra “debe” para identificar el requerimiento. La
palabra “debe” en este documento, invoca un requerimiento
para los fabricantes de todas las clases de producto, y la
falla de no cumplir con el requerimiento es una falta de
cumplimiento con este estándar.

Todos los productos deben cumplir con los requerimientos
de los dibujos de ensamble, la documentación, y los reque-
rimientos de la clase de producto según se especifica en
este estándar. La falta de dispositivos o componentes son
un Defecto en todas las clases de producto.

1.4.1 Criterio de Aceptación

Cuando sea requerido por contrato el IPC-A-610, como un
el documento único para la inspección o aceptación, los
requerimientos del IPC J-STD-001 "Requerimientos para
Soldadura de Ensambles Eléctricos y Electrónicos" no
aplican, a menos que sea requerido por separado y
específicamente.

Cuando este estándar sea requerido por contrato, los re-
querimientos aplicables (incluyendo la Clase de producto –
ver 1.4.1) debe ser obligatorio en todos los sub-contratos
aplicables.

En caso de conflicto, se aplicará el siguiente orden de
precedencia:

1. Contrato u Orden de Compra está acordado y
documentado entre cliente y fabricante.

2. El dibujo o plano original del ensamble refleja los
detalles de los requerimientos del cliente.

3. El IPC-A-610, cuando sea invocado por el cliente,
o por acuerdo contractual.

Cuando existan otros documentos diferentes al IPC-A-610,
el orden de precedencia debe ser definido en el documento
de procuración.

El criterio se ha establecido para cada clase de producto
en los cuatro niveles de aceptación: Condición Ideal,
Condición Aceptable, y ya sea, Condición Defecto o
Condición Indicador de Proceso.

1.4.1.1 Condición Ideal

Una condición que es casi perfecta y preferida, sin
embargo, es una condición deseable y no siempre
alcanzable, y pudiera ser no necesaria para asegurar la
confiabilidad del ensamble en su ambiente de servicio.

1.4.1.2 Condición Aceptable

Esta característica indica una condición que, aunque no
es necesariamente perfecta, mantendrá la integridad y
confiabilidad del ensamble en su ambiente de servicio.

1.4.1.3 Condición Defecto

Un defecto es una condición que puede ser insuficiente
para asegurar la forma, ajuste y función del ensamble
en su ambiente de servicio. Las condiciones del Defecto
deben ser determinadas por el fabricante, con base al
diseño, servicio, y requerimientos del cliente. La disposición
puede ser retrabajo, reparación, scrap o usar como está.
La disposición reparar o “usar como está”, requiere una
autorización del cliente.

Un defecto para Clase 1 automáticamente implica defecto
para Clases 2 y 3. Un defecto para Clase 2 implica defecto
para Clase 3.

1.4.1.3.1 Disposición

La determinación de como deben ser manejados los
defectos. Las disposiciones incluyen, pero no están
limitadas a, retrabajo, usar como está, scrap o reparar.
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